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  Recently, many cut off processes are research and development. In the production process such as 
the silicon wafer or the crystal resonator, the multi-wire saw is often used. But, the cut off in free form 
is difficult by this method. In the case of free form cutting, wire EDM, laser cutting and waterjet 
machining are properly used by work material and work thickness, etc. In other words, the wire EDM 
is not adapted for non-conducting material, and it is difficult by the laser cutting and the waterjet 
machining that the thick workpiece is cut off with thin cutting width.  
      So, the author proposes free form cut off method using diamond abrasive wire for non-conductive 
material such as optical glass. In this research, concept of proposal method and development of cut off 
unit for initial experiment are reported. 
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垂直方向の剛性を Kw,ワイヤ支持系の剛性を Ka とする
と,切断力 Fn に対してこれらが支えることになる.こ
こで図 2(b)に示すように，Fn が支持系に対してqなる
























































































































Fig.3 Swing system 














































































Table 1 Specifications of ordinarily lathe 
Fig.6 Liner cutting unit on ordinarily lathe 





Fig.7 Picture of PWS 
Ave.0.250mmDiameter of PWS
42mmMean diameter of abrasive grain
DiamondAbrasive grain
0.18mmDiameter of core wire
Piano wireCore wire










Upper part of 
arm
Lower part of 
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(b) Assembly of translation arm 






























転速度を N とし，必要なワイヤ走行速度を v とすれば， 
 
 r ≧ v / 2pN   ･･･(3.1) 
 
となる．一方，使用するモータの定格トルクを Tm，ワ
イヤにかける最大張力を Tw とすると， 
 















図 10(b)に示すパンタグラフの機構を利用した． A 点
を固定し，B 点をスライドさせることでドラム軸に対
する MC ナイロンの締め付け力を調節できる． 








と土台の間に 3mm ほど隙間を設け固定する機構とした． 
 製作したドラムユニットの写真を図 12 に示す. 
 
3.5 工作物ホルダ 









Fig.11 Power transmission and winding 







(a) Braking for drum shaft  (b) Pantograph mechanism 








加工条件を表 3 に示す． 
 図 14 に加工結果の一例を示す.図 14(a)は切断加工
された工作物の切断幅であり,超深度形状測定顕微鏡
を使用し測定した．図 14(b)に切断部の加工写真であ
る．図 14(a)の横軸は工作物の x 軸を表し，縦軸は工
作物にレーザを当てた時反射した光の光量を表す．す
















































































(a) Cut width (b) Picture of workpiece 
Fig.14 Example of experimental results 
Wire running direction
Fig.15 Cutting surface 
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